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             惠特科技股份有限公司         【附件一】        

營業報告書 

一、一 0七年度營業結果 

(一)營業計劃實施成果 

107年是變化比較大一年，外部的中美貿易紛爭增加了產業環境的不確定性，

致使設備出貨有所延遲，經由同仁的努力，公司營運得以平穩發展。 

本公司民國 107 年度全年營業收入淨額為新台幣 3,147,612仟元，較 106年

度的 3,388,569 仟元減少 7.11%；107年稅後盈餘為新台幣 296,516 仟元，較 106

年度盈餘 327,406 仟元減少 9.43%。 

(二)財務收支及獲利能力分析 

                                                 單位：新台幣仟元 

項目               年度 106年度 107年度 增減(%) 

財

務

收

支 

營業收入淨額 3,388,569 3,147,612 (7.11) 

營業毛利 1,293,263 997,864 (22.84) 

稅後損益 327,406 296,517 (9.43) 

獲

利

能

力 

資產報酬率(%) 17.60% 8.20% (53.41) 

股東權益報酬率(%) 43.85% 21.55% (50.86) 

營業利益占實收資本

比率(%) 

163.76% 40.68% (75.16) 

稅前純益占實收資本

比率(%) 

133.22% 57.92% (56.52) 

純益率(%) 9.66% 9.42% (2.48) 

每股盈餘 
追溯前 11.42 5.31 (53.50) 

追溯後 6.72 5.31 (20.98) 

 

二、一 0八年度營業計劃概要 

展望 108 年，外部的變數依然存在，甚至有加劇的可能，惟在內部的布局上

我們的腳步是堅定的,茲將 108年的計畫條列如下: 
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（一）代工事業處：  

台灣代工廠:代工產品將增加 mini Led 的代工量,而傳統的 Led將轉至廈門代

工廠,營運績效估計穩定成長。 

廈門代工廠:107 年 3 月佈建迄今,已逐漸步入穩定。 

馬來西亞代工廠:108 年將與梭特科技及當地合作夥伴合資設立,期能將惠特

代工經驗轉至此廠,迅速步入生產軌道,就近服務當地客戶。 

      （二）設備部門: 

          1、測試設備: 

             LED 測試設備: 

                Multi-die 多晶點測精進 

Flip Chip(LFP FFP) 性能提升與成本下降 

Micro LED 測試設備 

PD/LD VECEL 測試設備: 

持續性能精進與打開市場 

2、LED 分選設備: 

因應 Mini Led 與 MicroLED的應用,尺寸愈來愈小,重點在精度的再精進。 

3、智能型測試分類系統導入:因應中國大陸日漸嚴重的缺工問題與人事費用上

升, 導入自動化的需求愈形明確。   

 4、雷射設備 

晶圓打標:107年推出,得到市場正面反應,將專注於市場行銷。 

硬脆材料切割鑽孔設備:得到大廠驗證成功,陶瓷基板的應用若能日趨普

及,將直接受惠,108 年將專注於海外市場行銷。 

軟板鑽孔切割:持續技術能力提升。 

 

 

 

 

董 事 長：徐秋田         總 經 理：徐秋田         會計主管：羅儷英 
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